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Wesentliche Ergebnisse der Arbeiten sind die Ver-

besserung der ESD-Schutzstrukturen sowie die Ent-

wicklung der Simulations- und Messmethodik. Die 

steigende Qualität der ESD-Elemente hilft die Rede-

sign-Wahrscheinlichkeit zu reduzieren und resultiert 

somit in einer Zeit- und damit Kostenersparnis. Dadurch 

wird die Funktion zukünftiger, teils sicherheitskritischer 

Designs im Feld abgesichert.

Hauptergebnisse des SIDRA-Projektes umfassen u.a.: 

» die Entwicklung einer CDM-Simulationsmethodik 

zur präventiven Detektion von Schwachstellen im 

Design;

» neu entwickelte Messmethoden, die in der 

Zukunft bei der Entwicklung und Charakterisierung 

von ESD-Schutzkonzepten und Produkten einge-

setzt werden;

» die Entwicklung eines Satzes freigaberelevanter 

Teststrukturen. Durch die Auswahl der Teststruk-

turen, basierend auf den Erkenntnissen in SIDRA, 

konnte die Testchipfläche deutlich reduziert werden;

» Richtlinien für ein robustes und effizientes ESD-Lay-

out.

Die erreichte Fachkompetenz ermöglicht eine bessere 

Konkurrenzfähigkeit hinsichtlich der Beratung externer 

SIDRA: Safe IC Design for Robust Applications
Von Petra Rose

Das Projekt SIDRA wurde im Rahmen der BMBF-Förderinitiative Ekompass vom August 2004 bis zum 

Dezember 2006 gefördert. Technisches Ziel von SIDRA war es, Simulationsmethoden zu entwickeln, 

die es ermöglichen, präventiv Schwachstellen im Design festzustellen, um integrierte Schaltkreise (ICs) 

gegen die elektrostatische Zerstörung durch schnelle transiente Pulse nach dem Charge-Device-Modell 

(CDM: Pulse bis zu 10 A bei t < 2 ns) zu schützen. Dies ist notwendig, um für immer sensitivere Technolo-

gien die Anforderung an die Robustheit gegen elektrostatische Entladungen und gleichzeitig hohe Quali-

tätsanforderungen zu erfüllen.

Foundry-Kunden. Zudem steigern die erzielten Fach-

kenntnisse in ESD-Fragen das Ansehen und die Kon-

kurrenzfähigkeit der eigenen Produkte. 

Neben der internen wurde auch die externe Verwert-

barkeit vorbereitet. Dabei zielt die externe Verwertbar-

keit in erster Linie auf die direkte Einflussnahme von 

ESD-Standardisierungsverfahren ab. Einige SIDRA-

Partner sind Mitglieder in den Standardisierungsgre-

mien der ESD Association (ANSI), JEDEC und IEC. Die 

wichtigsten aus SIDRA Themengebieten unterstützten 

Standardisierungsaktivitäten sind:

» CDM-Charakterisierung (ESDA)

» Transmission Line Pulsing (ESDA)

» Transient Latch-up (ESDA)

» ESD auf Systemebene (ESDA und IEC)

Nachfolgend die Darstellung der Ergebnisschwer-

punkte der deutschen SIDRA-Partner.

Atmel Germany GmbH

Das SIDRA-Projekt gliederte sich für Atmel in zwei 

große Hauptschwerpunkte. Zum einen sollten im 

Teilbereich „Charakterisierung“ neue und bereits vor-

liegende ESD-Schutzstrukturen untersucht und weiter-

entwickelt werden. Zum anderen konzentrierte sich 
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